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Primaxx makes its innovative HF-vapor 
technology affordable for Universities

See our complete analysis on page 6
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The NIST GEMBE microfluidic sample analysis 
system is shown schematically

onozawa
テキスト ボックス
Micronewsが次号
より変わります

onozawa
テキスト ボックス
この形式で発行するMicronewsはこの号が最後となります。
2010年からは、新たな形式の
Micronewsがスタートします。
新しいMicronewsは、ページ数が少なくなりますが、1年間に発行される号数は多くなり、内容も変わります。

onozawa
テキスト ボックス
ナノテクノロジー事業開発に対する英国の戦略

onozawa
テキスト ボックス
英国技術戦略委員会は、英国企業が世界規模で成功を収めるのに役立つような形でナノテクノロジー分野への投資を判断するため同委員会が使用する手続きを定めたナノテクノロジー戦略文書を策定しました。

onozawa
テキスト ボックス
この文書は、社会が直面する大きな課題に促されて生まれた市場に対応可能な新しい機能を備えた素材やデバイスの開発に役立つ技術こそ最も大きな成功を収めることができるという基本的な前提に基づいています。この文書に基づき、技術戦略委員会は、以下の3つの課題に対応するナノテクノロジーに投資を行う方針です。
-地球環境の変化に対応する
-高齢化と増加が同時進行する人口問題に対応する
-情報化とネットワーク化が進む現代社会に対応する

onozawa
テキスト ボックス
技術戦略委員会は、この戦略を実現するため以下のような方針を打ち出しています。
・社会が直面する大きな課題に促されて生まれた市場のニーズに対応できる高い潜在能力を備えた技術への投資
・他の組織（研究委員会、地域の開発機関、権限を委譲された管理組織や政府機関）が行っている投資と整合性のある投資に力を入れる
・成功のための条件整備（法規制、社会的な認識、責任ある発展）を促す
・持続可能な開発に必要と思われる活動にのみ投資を行う

onozawa
テキスト ボックス
Sensonor社、高性能MEMSジャイロセンサーを発表
高いバイアス安定性が求められる厳しい環境に対応可能なSAR100

onozawa
テキスト ボックス
Sensonor Technologies社の最新型高
性能ジャイロセンサー「SAR100」は、航空宇宙、国防、エネルギー、各種機器と産業用製品などの市場に対応する製品です。
堅牢なMEMS技術をベースにした製品で50°/hのバイアス安定性を実現します。またLLCセラミックパッケージが採用されており、性能を低下させることなく5000gまでの衝撃に耐えることができます。
SAR100は、100°/sと250°/sという2つのレンジに対応しています(オプションで2000°/sにも対応可能)。

onozawa
テキスト ボックス
NISTの研究者が複合試料も分析可能な技術を開発

onozawa
テキスト ボックス
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者であるElizabeth Strychalski氏とDavid Ross氏は、Applied Research Associates
社(場本社：バージニア州アレキサンドリア)のAlyssaHenry氏と共同で、全乳や血清、溶液中の泥といった複合混合物の試料を分析することができるこれまでになく簡単な方法を開発しました。この分離法は、「gradient elution moving boundaryelectrophoresis (GEMBE、勾配溶離移動境界電気泳動法)



onozawa
テキスト ボックス
ニュースの分量が増える一方で分析レポートの本数は減り、MEMS、太陽光発電、先進パッケージングに関する記事が中心になります。また月1回の発行ではなくなるため、最新のニュースをお伝えすることができるようになります。しかしその前に、MEMS機器の特集、STMのマイクロフォン（実質的にオムロン社の技術）に関する驚くべきニュース、慣性MEMS（SVTIの）についてのさまざまなニュースなど盛りだくさんの内容でお送りする12月号をご覧ください。
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 M I C R O N E W S  F I N A N C E

 M I C R O N E W S ’  G O L D  P A R T N E R S  

Companies Composing the Yole Index, Dec. 10, 2009

www.soitec.com

Companies Sector Currency Symbol Price
12/10/09

Price
16/1/09

Price
1/1/07

52 week
range

var 
 jan16th

dec 12th

ANALOG DEVICES Comp $ ADI 30,41 19,83 32,87 15.29-29.71 53,30%

AFFYMETRIX INC Bio Rel Comp $ AFFX 5,24 3,46 23,06 1.76-10.06 51,40%

AUSTRIAMICROSYSTEMS Comp CHF AMS.S 22,15 12,45 84,25 6.73-24.60 77,90%

AVIZA TECHNOLOGY, IN Equipment $ AVZA Delisted 0,19 4,27 0-.38 0,00%

CALIPER LIFE SCI Bio Rel Comp $ CALP 2,34 1,15 5,72 .63-3.02 103,40%

CREE INC Comp $ CREE 51,66 17,93 17,32 12.57-46.25 188,10%

CYPRESS SEMICONDUCTR Comp $ CY 10,75 4,83 16,87 2.54-11.66 122,50%

DALSA CORPORATION Comp Canadian $ DSA.TO 7,11 7,75 12,8 4.06-9.25 -8,25%

ELMOS SEMICONDUCTOR Comp € ELGG.DE 5,75 2,05 7,58 1.4-5.75 180,40%

Hewlett Packard ( HP ) Comp $ HPQ 49,99 34,77 41 25.39-49.2 43,70%

INFINEON TECH ADS Comp $ IFX 3,38 0,94 14,44 .34-4.09 259,50%

LAM RESEARCH CP Equipment $ LRCX 38,98 22,17 50,95 14.72-38.98 75,80%

MICRONAS Comp CHF MASN.S 3,45 3,75 26,92 2.80-4.85 -8,00%

MELEXIS Comp € MLXS.BR 6,63 4,90 13,91 3.33-7.75 35,30%

MEMSIC Comp $ MEMS 3,26 1,60 1,7 1.28-4.75 103,70%

MEMSCAP Comp € MEMS.PA 2,09 2,20 21,9 1.0-3.14 -5,00%

MENTOR GRAPHICS Software $ MENT 8,35 5,17 18,37 3.34-9.73 61,50%

NANOGATE Nano tech € N7GG.DE 16,45 8,80 34,5 6.3-16.99 86,90%

Companies Sector Currency Symbol Price
12/10/09

Price
16/1/09

Price
1/1/07

52 week
range

var 
 jan16th

dec 12th

NANOPHASE Nano tech $ NANX 0,9 0,97 4,9 .71-1.66 -7,21%

NANOGEN Bio Rel Comp $ NGEN 0,03 0,20 1,87 .01-.30 -85,00%

OERLIKON Mat/equipt € OERL.VX 25,4 53,50 600 14.54-58.0 -52,50%

OKMETIC Material € OKM1.DE 2,75 2,46 3,58 2.14 - 2.95 11,70%

PLAN OPTIK Material € P40G.DE 2,58 1,68 7,35 1.20-3.19 53,50%

PSIVIDA LIMITED Bio Rel Comp $ PSDV 3,25 0,99 1,95 .60-6.25 228,20%

Q-CELLS Photovoltaic € QCE.DE 10,54 21,40 34,07 9.52-40.79 -50,70%

RIBER Equipment € RIBE.PA 1,46 1,00 2,1 .72-1.5 46,00%

SAES GETTERS Materials € SAEI.MI 6,39 6,30 27,63 4.08-10.18 1,40%

SUESS MICROTEC Equipment € SMHG.DE 3,8 1,37 6,95 1.02-4.18 177,30%

SOITEC Material € SOIT.PA 9,6 2,92 27,72 1.99-12.88 228,70%

SUNPOWER CORPORATION Photovoltaic $ SPWRA 23 33,62 37,17 18.50-52.22 -31,60%

STMICROELECTRONICS Comp € STM.PA 5,78 4,29 14,07 2.97-7.02 34,70%

PVA TEPLA Equipment € TPEG.DE 4,88 2,59 28,45 2.22-5.10 88,40%

TESSERA Equipment $ TSRA 26,05 11,32 4,37 8.33-32.17 130,10%

TEXAS INSTRUMENTS Comp $ TXN 25,75 15,02 40,34 13.38-25.75 71,40%

ULTRATECH INC Equipment $ UTEK 14,76 10,60 12,48 9.74-16.00 39,20%

Find more details on www.I-micronews.com
Comp for components, Bio Comp for Bio related component, Nano tech for Nanotechnologies

M for Million, MD for Billions

CONSULTING

onozawa
テキスト ボックス
Soitec、2009～2010会計年度上半期の決算を発表　2009年12月10日

onozawa
テキスト ボックス
シリコンオンインシュレーター(SOI)ウエハや工学基板の有力なメーカーであるSoitec（ユーロネクストパリ）は、このたび、2009～2010会計年度上半期の連結決算を発表しました。　　　　同会計年度上半期のグループ全体の連結売上は、ユーロに対して11％値上がりしたドル建てでの業績は改善したものの、前年同期比21.7％ダウンの9,420万ユーロでした。有利な為替相場とコスト削減対策という追い風はあったにもかかわらず、ソフト事業は、1,580万ユーロの当期営業損失となりました（前年同期は940万ドル）。一方、売上高が前会計年度下半期からほぼ横ばい状態で推移し、為替相場も同社にとって不利な動きをしたにもかかわらず、当期営業損失は、前会計年度下半期の1,900万ユーロから大幅に減少しました。純利子支払いと無形の非流動費目を差し引いた純損失は、1,940万ユーロでした。なお、2008～2009会計年度上半期の純損失は800万ユーロ、下半期の純損失は3,530万ユーロでした。純損失を計上したものの、この間1,580万ユーロの営業キャッシュフローが生み出され、設備投資は最低水準で推移しました。資本リースの返済と最近発行した転換社債からの純利益を含めた2009年9月末時点での現金および現預金の額は3億600万ユーロでした。

onozawa
テキスト ボックス
強力なコスト削減策の実施で売上低迷の影響を最小限に

2009～2010会計年度上半期には、ウエハ製品全体の85％を占める300mmウエハが前会計年度下半期に比べ5.2％（固定為替レートでは10.9％）伸びましたが、前年同期に比べると18.2％減少しました（固定為替レートでは26.1％）。他のウエハ製品の売上も、前会計年度下半期に比べ18.2％（固定為替レートで13.6％）、前年同期に比べ39.9％（固定為替レートで45.7％）落ち込んでいます。ライセンス事業の売上高は140万ユーロ、TracitとPicogigaの売上高は合わせて500万ユーロとなりました。前年同期に比べて売上が大幅に減少したため、有利な為替相場だったにもかかわらずグループ全体の利益率は、前年同期の13.1％から8.0％に低下しました。一方、前会計年度下半期と比べた粗利益は、売上高がほぼ横ばいで、為替相場の動きも思わしくなかったにもかかわらず、コスト削減構想がプラスに作用して、330万ユーロから760万ユーロへと倍増しました。前年同期と比べたウエハの売上高に対する製造利益率は、21.9％から18.4％に下がりましたが、前会計年度下半期の製造利益率12.8％に比べればわずかながら伸びています

onozawa
テキスト ボックス
将来的な成長力の維持に貢献する研究開発の総支出は売上高の13.3％でしたが、販売管理費は前年同期よりも11％少ない130万ユーロとなっており、当期事業損失を1,580万ユーロに抑えるのに貢献しました。なお、前年同期の事業損失は940万ユーロ、前会計年度下半期の事業損失は1,900万ユーロでした。

今後の展望 
 
SoitecGroupは、マクロ経済環境が持続的な成長軌道に復帰した場合、SmartCut™技術をベースにしたSOIなどの高付加価値素材が市場内で地歩を拡大して収益をもたらすと考えています。SOIの関連業界では、各社が顧客対応の拡充方針を打ち出しており、SOI専用設計ライブラリーのリリースも相次いでいるほか、
SOI Industry Consortiumからも建設的
な構想が打ち出されるなど、さまざまな動きがあり、これがSoitecの楽観的な見通しを裏付けています。
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MEMS equipment forecast (Yole Développement, june 2009)
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onozawa
テキスト ボックス
MEMS装置の動向

onozawa
テキスト ボックス
Yole Developpement社の予測によると、MEMS業界の生産能力がすでに高い水準にあることから、MEMS装置への
需要は2009年に続いて2010年も横ばいで推移するものの、2011年に大幅な拡大基調に入り、2012年には5億ドルを超える見通しです（グラフ参照）。

onozawa
テキスト ボックス
大口径ウエハーにおけるドライエッチングへのシフトの継続や、3D IC市場におけるICエッチングツールサプライヤーとの重複の増加を背景に、MEMSエッチング市場では再編が進んでいます。一方、CDの均一性やオーバーレイ精度の向上が必要となっていることから、MEMSリソグラフィーの需要が伸びています。MEMS向けディープエッチング技術の有力2社が、新しいオーナーを迎えています。ICエッチングサプライヤーのTegal社がAlcatel社のDRIE部門を買収したほか、住友精密工業がAviza社の一部事業を傘下に収め、自社のMEMSエッチングポートフォリオ（STS、Primaxx、Xactix）に加えました。
現在のツール需要は、TSV（Si貫通ビア）パッケージングの開発の取り組みを背景としています。しかし、Tegal社のWerbaneth氏は、IC装置ビジネスと比べて、MEMS製造やさらにはツール需要は、比較的好調を維持してきたと述べています。同氏は今後を展望して、「ウエハー全体の機能プロファイル、深さ、均一性の管理向上への要求が、8インチ（200mm）ウエハーで重要な問題となっている。これに伴い、携帯電話向けの小型デバイス、例えば加速度計、マイクなどのメーカーが、ウェットエッチングからDRIEへの移行により、歩留まり向上とコスト削減に取り組むようになる」との見解を示しています。

TSV市場を狙う東京エレクトロン
大手ICエッチングツールサプライヤーの東京エレクトロン（TEL）は高速ディープエッチング装置で、競合がひしめくMEMSエッチング分野ではなく、急成長中のTSV市場を主なターゲットとしています。同社は2009年春に日本で開かれたイベントで、処理速度が従来の2倍となるエッチング装置のデモ機を2009年中に出荷する計画を発表しました。


onozawa
テキスト ボックス
このデモ機は、直径10μmで深さ50μmの穴を30μm/分で処理できるとされています。日経マイクロデバイスは、TELはBoschプロセスを採用しておらず、エッチング・ガスの改良などによって処理を高速化すると見られると報じました。
また、TELは、顧客ニーズに密着し、顧客が必要とする新しいプロセス技術を適切に開発することを目的に、フル6" MEMSラインで開発ファウンドリサービスも提供していると、MEMS事業開発担当PJサブリーダーを務める杉本直三氏は述べています。TELの主力のMEMS事業は従来と同様に、ウエハーレベルのメカニカルテストソリューションです。このソリューションは、局在振動を用いてウエハー上のダイを1度に1つずつ振動させ、非常に低い接触力を用いて、静電容量型や圧電型の慣性センサーのテストを行うものです。杉本氏は、TELは現在、3軸加速度計およびジャイロのテスト機能を開発しており、自動車サプライヤーのほか、消費者向けのセンサーメーカーやファウンドリからも引き合いがあると述べています。

MEMS事業を推進するLamResearch
大手ITエッチングサプライヤーのLam Research社は、半導体エッチング装置の1つのバージョンをMEMS業界の顧客に提供する事業が着実に進展していると述べています。同社は、同社製品が最近、Bosch社に採用されたことを引き合いに出すとともに、同社製品を用いて製造されるMEMS製品（ジャイロスコープ、加速度計、インクジェットプリンタヘッド、パワーデバイス、IPD（Integrated PassiveDevice）など）の
生産が高水準にあることが、追い風になっていると説明しています。さらにLam Research社は、
同社のIC製造チェンバーおよびプラットフォームは高いアップタイムを提供し、同社のトランスフォーマー結合型プラズマソースは、均一な高密度プラズマを実現し、均一性を向上させるとしています。

onozawa
テキスト ボックス
MEMSエッチング製品ラインの責任者、Marshall Benham氏は、「当社では、MEMS業界の顧客は、幅広い機能を求めていると見ている」と述べています。例えば、サイズではサブミクロンからミリメートルまで、エッチングアスペクト比では1：40以上、エッチングプロファイルの調整では70°から90°超までのサポートが求められているとしています。同氏の報告では、製造設備利用率の広範な上昇はまだ見られないものの、MEMS業界の顧客は、市場回復に備えて技術投資を行っているとされています。

リソグラフィーの主要課題は歩留まり改善とプロセス迅速化    現在、MEMSアライナーの最も活況を呈している市場は、ラボ向け、特に中国の研究機関向けの市場だと、SUSS MicroTec社は報告しています。同社によると、比較的ローテクな手動の4”および6”プロセス開発ツールに対する中国の研究者からの需要が急増しています。これらのツールは、主に慣性センサーやマイクロ流体製品用と見られます。 しかし、長期的に見ると、MEMS製造用リソグラフィーの重要課題は、CDの均一性の向上による歩留まりの改善とプロセスの迅速化だと、マスクアライナー担当国際プロダクトマネジャーのRalph Zoberbier氏は強調しています。          また、ユーザーはオーバーレイ精度の向上も求めており、IDM（Integrated DeviceManufacturer）は一部の高度な製品で約1ミクロンの精度を要求しています。 
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 S P E C I A L  R E P O R T

In MEMS fabrication the pioneering ASEfi process from STS still
dominates.

To find out more visit: www.stsystems.com

Today, we continue to maintain our lead with
unrivalled manufacturing experience and quality performance in
MEMS fabrication.

STS has the know-how to meet increasing demand for volume
manufacture of MEMS devices, continually refining processes to
turn advanced concepts into reality. For today and tomorrow,
where STS leads others follow.

MEMS     COMPOUND SEMICONDUCTOR      PHOTONICS      ADVANCED PACKAGING      DATA STORAGE

Courtesy of Sercalo Microtechnolgy Ltd

FROM INSPIRATION TO SOLUTION WITH LEADING M
EM

S FA
BRICA

TIO
N

PAS 5500/275, an ASML i-line 5x litho system for advanced MEMS manufacturing

onozawa
テキスト ボックス
もっとも、他の多くのユーザーはまだ2～5ミクロンのオーバーレイ精度を求めており、性能要求が低い製品を手がける一部のファウンドリでは特にそうです。両面アライメントが標準的な要件となっており、赤外線アライメントを必要とするユーザーも増えています。これらはウエハースタック内部を見るために必要となっています。
さらに、ユーザーは、反りのある薄いウエハーを処理する機能をますます必要としています。一部のデバイスのウエハーは厚さが100ミクロンと薄くなっているため、反りが避けられないからです。

onozawa
テキスト ボックス

「MEMSはプロジェクションステッパーに移行する」――ステッパーメーカーが予測

MEMSビジネスは、初期の半導体、先進的パッケージング、ハードディスクといったセクターと同じ流れをたどり、フィーチャーサイズが約1ミクロンに達した段階で、1xプロジェクションステッパーによる大量生産に移行するだろうと、Ultratech社の高度ステッパー技術担当副社長、Doug Anberg氏は述べています。「現在、ほとんどの自動車向け加速度計では1xステッパーが使われている」と同氏は語りながらも、今のところ、フィーチャーサイズが1ミクロンで、大量生産されているMEMSデバイスは、これくらいしかないと補足しています。しかし同氏は、圧力センサーなど他の自動車向けMEMSデバイスも、今後2～5年程度で1xステッパーに移行すると予想しています。MEMSでは、フィーチャーサイズは大きな問題ではありませんが、オーバーレイやアライメントの精度、CDの均一性を高めることにより、200mmウエハー全体にわたって歩留まりを向上させることはきわめて重要です。プロジェクションステッパー支持派は、このステッパーは、5ミクロン程度のフィーチャーサイズから、採算に合う水準に歩留まりを向上させることができるとしています。フィーチャーサイズが0.5ミクロン程度になれば、従来の、あるいは刷新されたリダクションステッパーが選択されるかもしれません。しかし、今後も、複雑なツールでは、所有コストが高くつくことになります。


onozawa
テキスト ボックス
CMOS工場を持つファウンドリはSMIFハンドラーを求めています。また、欧州の時計業界向けのSU-8のように抵抗の大きな用途向けのリソグラフィーシステムに対する需要もあります。TSVでは、画像センサーパッケージングのためにマスクアライナーが、200mmおよび300mmウエハー上のスタッキングのためにバックサイドRDLが使われています。
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 C O M P A N Y  I N S I D E R

Large megapixel scale array of 16 micron micro-mirrors (courtesy Fraunhofer IPMS)

Primaxx “cross-flow” reactant delivery

Primaxx uEtcher module with 5.7” touchscreen

onozawa
テキスト ボックス


Primaxx社は、残留物の出ないMEMSドライエッチングリリース技術で世界をリードしています。この技術は、革新的なMEMSデバイス設計の可動部品を「リリース」することができる重要な埋設酸化物エッチング工程であり、減圧状態で無水フッ酸（HF）ガスとアルコール蒸気を混ぜ合わせることにより、アルミニウムなどMEMSの設計に利用できる一般的な素材の幅広い選択肢を維持しつつ、各種の酸化物成分と膜厚を効果的に減らすことができます。

Primaxx社のプロセスを使えば、吸着と呼ばれる現象も解消することができます。吸着は、MEMSデバイスの可動部品を動かない状態にして歩留まりを低下させる現象であり、従来の湿式処理技術の限界とされています。同社は、研究施設のシステムから大量生産に対応するマルチチャンバークラスターツールまで、幅広いMEMSドライエッチングリリース製品の設計、製造、販売を行っています。

Yole Développement（以下YD）：
HFベーパーは、MEMS犠牲層リリース工程に対応する非常に強力な技術です。また、Primaxx社の技術は、MEMS業界で高い評価を得ており、そのツール製品は大手MEMS企業でもすでに導入されています。そのような御社が大学向けのツールを提供する真意を説明してください。

Paul Hammond氏（Primaxx社社長兼
CEO、以下PH）：
これまで当社は、企業の研究開発と製造業務に対応するHFベーパーシステムの開発と販売に注力していたため、当社の技術に投資したいと考えている大学が利用できるようなコスト効率の高い選択肢を用意していませんでした。MEMS分野における大学や小規模研究施設向け製品市場の可能性は、大いに重視すべきであり、当社のリリース技術を利用することができるようになれば、パフォーマンス面でユーザーに恩恵を及ぼすことができるうえ、当社にとっても将来的に自社の技術を広めることができるというメリットがあります。

YD:私見ですが、大学の多くは、独自にツールを開発することで、すでにHFベーパー技術を利用しています。御社の大学向けツールは、どのようなものなのか説明してください。

PH：独自に開発されたシステムの大半は、プロセスの条件を変更する手段がなく、率直に言って安全に利用できるものでもありません。こうしたシステムは、通常HF水溶液を使っており、これを加熱し、リリースするサンプルと同じくらいの大気圧で蒸気を作り出しています。またこれらのシステムでは、水がエッチング反応の触媒になると同時にエッチングの副産物にもなるため、サンプルのエッチング速度を制御することはほとんど不可能です（このため、しばしば湿式エッチングプロセスと同様の吸着が発生します）。Rrimaxxの新型エッチングシステムuEtcherは、無水HFとアルコールの蒸気を使い、シングルウエハエッチングに対応する管理された減圧高温環境を実現します。このプロセスは、ALD計測バルブを介して、ニッケルメッキされたアルミニウムプロセスチャンバーのなかにHF、アルコール、窒素を供給するプログラム可能なコントローラーにより調整されます。

onozawa
テキスト ボックス
Primaxx社、最先端のHFベーパー技術を低価格で大学に提供

onozawa
テキスト ボックス
流量とプロセスの圧力は、ユーザーの側で調整可能であり、このタイプのツールのなかでは最も優れた多用途性と柔軟性を実現することができます。

YD：企業内にある小規模な研究施設にはどのような利点があるのでしょうか。

PH:この新しい犠牲酸化エッチングツールは、多種多様なMEMSの構造や素材の組み合わせに対応可能なプロセス、吸着が生じることのないリリース、金属露出部との互換性など、当社が特許を持つパフォーマンスの高い『乾式』HFベーパープロセス技術の主な利点をすべて利用できるよう設計されています。また、マルチウエハシステムのなかで有効性が裏付けられたものと同じ『クロスフロー』設計が維持されるため、この研究施設向けシステムで開発されたプロセスを当社の標準的な3ウエハおよび25ウエハ製造システムに移行させるもの容易であり、研究、開発から、パイロット製造、大量生産へと至る論理的な道筋を描くことができます。当社の研究施設向けツールは、低コストかつコンパクトなパッケージでこのような優れた特徴を実現しています。


onozawa
テキスト ボックス
Y D: 将来MEMSの研究開発（RFMEMS
や統合MEMSなど）に無水HFベーパー技術を利用することについて御社はどのようなビジョンを持っていますか。

PH：HFベーパーリリース技術は、ミラーアレイ、マイクロアクチュエーター、共振装置、マイクロフォン、RFスイッチなどの加工で優れた利点を有しており、当社の新しいシステムも、この種のデバイスに対応することができます。研究開発が拡充されることで大きな恩恵を受ける分野としては、統合CMOS-MEMS構造と『インパッケージ』リリースをあげることができます。また、HFベーパー環境における素材の選択と反応についての追加研究と特性解析によって、当社の技術がさらに進化する可能性もあります（たとえば、HFベーパー内では、窒化ケイ素のエッチングが可能であり、フォトレジストのような素材は通常『多孔質』になります。こうした反応のメカニズムについては、さらに理解を深める必要があります）。
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 C O M P A N Y  I N S I D E R

Paul Hammond, 
President & CEO of Primaxx
Paul Hammond became President and CEO of Primaxx, Inc. in October 2005 after joining the company in 2002 in the role of VP 
of Sales and Marketing.  From 1995 to 2002, Paul was President of American Tech Manufacturing Corp.; ATM designs, 
manufactures, and markets high-speed IC inspection equipment. From 1990 to 1995, Paul was Director of Sales and Marketing 
of Sono-Tek Corporation, selling ultrasonic coating equipment for many different process applications into a variety of industries. 
Prior to 1990, Paul was employed by the Cambridge Instruments Group where he held a number of positions including Business 
Unit Manager for the Crystal Growth and MOCVD division.  Educated in the United Kingdom, Paul graduated with a BS in Applied 
Physics from Brunel University in London.
web: www.primaxxinc.com - email: phammond@primaxxinc.com

FROM R&D TO PRODUCTION
With more than �ve years of global leadership in HF Vapor MEMS Etch 
Release, and more than 30 systems installed worldwide, Primaxx offers a 
dynamic range of products that supports customers from the initial stages 
of research and development through to high volume production. 

Our patented �Dry� HF Vapor technology provides MEMS fabs, foundries 
and designers with high yield, industry proven single and multi-wafer  
solutions to selectively etch sacri�cial oxide layers in MEMS device  
structures, without stiction.

We think our results speak for themselves. You will too.

Find out why we�re number one in MEMS dry etch  
release products � from R&D to production. 

primaxxinc.com

The uEtcher targets the University “price/performance” threshold and is scalable across the entire Primaxx product range

onozawa
テキスト ボックス
YD:御社の無水HFベーパー技術は今後どのような形で進歩していくのか説明してください。

PH：大学向けの新しいシステムが製品ラインに加わったことで、2010年には、プロセスの開発が焦点になると思います。すでに当社のバッチツールは、ウエハ内、ウエハ間、バッチ間で優れた均一性（通常5％未満）を実現しているため、総酸化物ローディング（単一ウエハと複数ウエハの両方に対応）と窒化ケイ素の選択性向上に対応してエッチング速度を高めることが最重要課題になると思います。
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 R E V E R S E  E N G I N E E R I N G

Analog Devices announced their entry into the MEMS microphone market 
at more than a year ago, with their ADMP401 analog output and ADMP421 
digital output MEMS microphone offering. 

This design win has produced allegation of patent infringement from Knowles, who 
are the dominant player in the MEMS microphone market. Analog has now filed a 
countersuit - a great demonstration that in the semiconductor industry the thicket 
of patents makes it difficult to design a device without infringing on somebody’s 
patents.

Chipworks’ teardown of the Nano found the microphone. It is packaged in a small 
3.2 mm x 2.4 mm surface mount package, mounted on the end of a ribbon cable. 
Sound enters the cavity from through an orifice in the backside of the package.

The device contains separate MEMS microphone and the encapsulated ASIC dice, 
connected by two wires. Inspection of the die shows an ADI logo and the ASIC 
showed die markings ADMP402. The basic fabrication of the microphone chip has 
been described in academic papers as an SOI process, with the microphone 
diaphragm formed using a deposited surface micro-machined polysilicon layer 
(A MEMS Condenser Microphone for Consumer Applications, IEEE MEMS 2006, 
Istanbul, p. 86).

Our initial inspection of the MEMS die suggests that the fabrication is based on 
processes used to make Analog Devices long-established iMEMS inertial sensor 
product, such as the ADXL345, ADXL331 and the ADXL001 accelerometers. Basing 
their microphone on well established processes may allow Analog to argue that 
prior art allows them to bypass the Knowles patents. Needless to say, we at 
Chipworks are watching this case with some interest.

Contact:
St.J. Dixon-Warren - Chipworks Inc.

Analog Devices wins Microphone Socket in the New IPod 
Nano

Figure 1 Analog Devices Microphone Figure 2 Inside Analog Devices Microphone

Recent MEMS Reverse Engineering
Inside Technology

•  Analog Devices ADXL346 3-Axis Accelerometer MEMS Exploratory Report

•  Analog Devices ADXL345 Digital Accelerometer MEMS Process Review

• Bosch SMB380 Accelerometer MEMS Process Review Report

•  Freescale MMA7660FC 3-Axix Accelerometer MEMS Exploratory Report

•  STMicroelectronics LIS331DL Accelerometer MEMS Process Review

•  Kionix KXSD9 3-axis Ultra low power digital accelerometer MEMS Exploratory 
Report

•  Analog Devices ADXL330 3-axis Accelerometer MEMS Process Review 
Report 

In Europe, contact Yole Developpements for ordering details. www.yole.fr
Rest of world, contact Chipworks for ordering details. www.chipworks.com
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TOP 30 worldwide MEMS manufacturers 2008 revenues
(source: Yole Développement estimations)
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Yole report analyses MEMS markets development 
and the evolution scenario of MEMS industry in the downturn

Status of the MEMS Industry 2009

CONTACT US

For more information, feel free to contact David Jourdan:
Tel: +33 472 83 01 90, Email: jourdan@yole.fr

Y O L E  D É V E L O P P E M E N T

Discover the brand updated edition of Yole’s best-seller market 
report with the new market forecast including financial crisis 
impact.

KEY FEATURES 

• Evolution of MEMS companies: scenarios-analysis, impact of 
the crisis
 
• Worldwide Top 30 MEMS manufacturers
 
• New industry players strategies
 
• MEMS business markets evolution
 
• MEMS market forecasts: application and components
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 M E M S

 T E C H N O  N E W S

 

www.formfactor.com

www.chipworks.com

www.microvision.com

www.hpl.hp.com

www.sensonor.com

from page 1

Prototype of a sensor network node incorporating the new MEMS accelerometer from HP

 B U S I N E S S  N E W S

onozawa
テキスト ボックス
また、強制フィードバックオペレーションをベースにした閉ループ電子回路のインタフェースを搭載しており、SPIインタフェースを通じて完全にデジタル化された出力信号を出すことができるほか、常に最高の性能を発揮できるようにするための自動テスト機構も備えています。密封されたセラミックLCCパッケージにより水平実装と垂直実装のどちらにも対応できるため、厳しい環境で使用するのに理想的な製品です。SRA100は、MEMS技術の分野で達成された進歩の成果と高性能閉ループ電子インタフェースの長所を組み合わせたジャイロセンサーです。

onozawa
テキスト ボックス
Sensonor社、高性能MEMSジャイロセンサーを発表

onozawa
テキスト ボックス
HP社、高感度MEMS加速度計を発表

onozawa
テキスト ボックス
大手PCメーカーのHP社は、2009年11月、同社の研究所HPLabsを中心としてMEMS加速度計の開発に取り組む方針を明らかにしました。HP社のMEMSベースのモーションセンサーは、現在ゲームコントローラーやエアバッグで使用されているデバイスとほぼ同水準のサイズ、消費電力、コストで、数千倍の感度を持つとされています。同社は、このデバイスの性能をアピールすることでさまざまな業界のパートナー企業を獲得し、加速度計を使用するセンサーネットワークシステムの設計といったニーズに対応していく方針です。HPのセンサーは、100ナノG／ルートヘルツ以下の動きを計測できるため、石油ガス掘削、交通監視、物資輸送、航空機など大型構造物の整備といった用途で大きな威力を発揮するとされています。

onozawa
テキスト ボックス
HPの技術者は、この能力を実証するため、オレゴン州コーバリスにある同社の200mmウエハの製造施設を利用して慣性センサープラットフォームの試作品を開発しました。HPが設計した慣性センサーは、3層のシリコンで構成されており、中層部分

onozawa
テキスト ボックス
には、スプリングで支持された小さな可動マスがあり、その両側に電極が取り付けられています。このマスが動くと、電極の間で信号が変化し、その変化が振動や動きとして検知されるようになっています。

onozawa
テキスト ボックス
FormFactor社、業界初のDRAMソート検査用300mmウェハプローブソリューションを発表
可用性検査能力を強化するFormFactor の先進的なTRE技術を採用したプローブカード

onozawa
テキスト ボックス
FormFactor社は、DRAM用300mmウエハのソート検査に対応する業界初のワンタッチダウンプローブカードの製造資格を取得したと発表しました。半導体検査業界にとって大きな一歩とされています。同社のフルウェハコンタクトプローブカード「HarmonyeXP」は、先進的な技術を採用することでDRAMウエハ上にあるすべてのダイを同時に検査するという画期的な機能を実現しています。同社独自の技術を利用することで、既存の検査リソースの能力を数倍に拡大することに成功したのです（この製品では、1つのテスターチャンネルで11のデバイスを同時にテストすることが可能となっており、これは業界最高水準です）。

onozawa
テキスト ボックス
またこの先進的なプローブカードは、2種類の温度条件でウエハ全体を検査することができるため、高温と低温の両方でソート検査が可能です。この機能により、ICメーカーは、検査のための経費を最小限に抑えながら信頼性と性能に関する要求条件を満たすことができます。FormFactor社は、HarmonyeXPの最初の製品をElpidaMemory社に出荷しており、同社で最先端のDRAMデバイスの検査に使用されています。

onozawa
テキスト ボックス
Chipworks社、2009年に登場した最も革新的なMEMS製品の1つとしてSensorDynamics社 の慣性センサーを選定

電子システムと半導体システムが専門の調査会社Chipworksは、2009年の革新的な3つのMEMS製品の1つとしてSensorDynamics社の慣性センサー「SD755」を選定しました。SensorDynamics社は、自動車などさまざまな業界に対応するセンサーのメーカーであり、同社の慣性センサーであるSD755は、別に密封されたジャイロスコープと加速度計を同じチップに組み込んだ初のMEMSセンサーです。同社が特許を持つこの密封技術は、ダイのサイズを最小限に抑えながら6自由度慣性計測ユニット（DoFIMU）まで集積度を高めた慣性センサーの基盤となっています。Chipworks社は、SD755の革新性を認め、AnalogDevices社およびSTMicroelectronics社の3軸加速度センサーとともに2009年の最も優れたMEMS製品の1つに選びました。

onozawa
テキスト ボックス
Microvision社、株式引受公募発表で株価が急落

Microvision社が、市場などの条件を考慮して普通株の引受公募を行うと発表したのをきっかけに、同社の株式は23％下落し3ドル18セントとなりました。引受公募の幹事社は、Oppenheimer社とThomas Weisel Partners社で、Craig Hallum Capital Group社も副幹事として
加わります。Microvision社は、統合フォトニクスモジュール(IPM)の技術プラットフォームをベースにした小型ディスプレイと画像処理エンジンを開発しています。同社のプラットフォームは、2次元のMEMS光スキャニング技術、レーザー技術、光学技術、電子技術と、ディスプレイや画像処理ソリューションの分野で培った同社の専門技術を組み合わせたもので、家電や自動車などの分野における新たな用途や製品につなげることができると期待されています。
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 M E M S

 B U S I N E S S  N E W S

www.eetimes.com
www.sand9.com

www.digitimes.com

www.st.com

MEMS Oscillator; Source Sand9.

Courtesy of STMicroelectronics

onozawa
テキスト ボックス
STMicroelectronics社、次世代MEMSマイクロフォンを発表
小型低価格で優れたサウンド品質と多彩な機能を実現した高性能MEMSマイクロフォン

onozawa
テキスト ボックス
家電製品と可搬型製品に対応するMEMSの有力な供給企業であり、世界第3位のMEMSメーカーであるSTMicroelectronics社は、MEMSベースの次世代音声デバイスを投入し、製品ラインを拡張しました。OMRON社のセンサー技術を採用した同社の革新的なMEMSマイクロフォンは、音声入力に対応する携帯電話や無線デバイス、ゲームなどの新旧オーディオ製品で、サウンド品質や信頼性、コストパフォーマンスを大幅に向上させることができる製品であり、幅広い市場に対応可能です。各種のモバイルデバイスでより良いオーディオ品質を実現するよう求めるユーザーからの声に対応するSTMicroelectronics社の新型高性能MEMSマイクロフォンは、サウンド品質を劇的に向上させるとともに、ノイズ抑制や指向性音声ピックアップなど、不適切なノイズを特定して除去するのに役立つ各種の機能を提供します。これらの機能は、雑音が多く、ユーザーの側では対処できないような環境で携帯電話を使う機会が増えるなか大いに威力を発揮すると期待されており、モバイルデバイスを使った会話や電話会議の質を高めるものですが、複数のMEMSマイクロフォンを1つのデバイスに組み込まなければ実現できません。マイクロフォンのアレイならノイズ消去機能を向上させることが可能であり、これを実現したのが、ST社のデジタルMEMSマイクロフォンで使用されているユニークなパッケージング技術です。

onozawa
テキスト ボックス
ST社は、サプライチェーン全体を管理するという他社にはない能力を有しており、また同社とOMRON社には最新のMEMS生産施設があります。ST社の電子制御回路とOMRON社のMEMSセンサーを1つのパッケージに組み込んだデジタルMEMSマイクロフォンの

onozawa
テキスト ボックス
サンプルは、2009年末に出荷される予定であり、大量発注時の価格は1ドル以下になる予定です。この価格設定により、家電や自動車、産業用、医療用など新旧様々な用途でのMEMSマイクロフォンの普及が促進されると見られています。

onozawa
テキスト ボックス
Sand 9社、MEMS発振器の普及拡大に向け高精度MEMS技術を発表

onozawa
テキスト ボックス
EETimes社のプレスリリースによると、MEMS発振器が、高性能のライバル製品である温度補償水晶振動子(TCXO)と同等の性能を初めて実現し、3G/4G携帯端末、GPSナビゲーター、Wi-Fi機器などの市場で初めてTCXOに対抗することが可能になったといいます。このMEMS発振器を開発したのは、ニューメキシコ州サンタアナプエブロで開催されたPrecise Time and Time Interval Systems and ApplicationsMeetingで新会
社の設立を発表したSand9社で、同社は、
Flybridge Capital Partners社、General Catalyst Partners社、KhoslaVentures社か
ら1,070万ドルのシードファンディングを受け、2年前から秘密裏に技術開発を進めてきました。

onozawa
テキスト ボックス
Sand 9社は、共同設立者でCorporate Development担当 Vice President のMatt Crowley氏と、最高技術責任者(CTO)としてMEMS技術の開発を担当している同じく共同設


onozawa
テキスト ボックス
立者のPritirajMohanty氏が率いる企業です。同社の最優先課題は、2010年以降ファウンドリーで量産された製品を提供するという約束を実現することですが、将来を見据えた計画も持っています。同社の次の計画は、様々な周波数のMEMS発振器を1つのダイに統合し、工場出荷時に10MHzから160MHzまでの範囲でプログラム可能なメインシステムクロックに32kHzのリアルタイムクロックを追加するというものです。また、ナノスケールファブリケーションに対する同社独自のアプローチを発振器だけではなく他のタイプのMEMSデバイスに応用するという計画もあります。

onozawa
テキスト ボックス
Pixart社、MediaTek社、UMC社がMEMS加速度計の販売促進で提携

onozawa
テキスト ボックス
Digitimes社のプレスリリースによると、
台湾のCMOSイメージセンサー設計会社Pixart Imaging社と携帯端末用ICの設計
会社MediaTek社は、中国の携帯端末用
IC設計会社や携帯端末ベンダーに対するMEMS加速度計（加速度センサー）の販売促進でUnited Microelectronics Corporation(UMC)社と提携する方針を明らかにしたとのことです。Pixart社がセンサーを設計し、UMC社が製造を担当し、MediaTek社が加速度センサーを携帯

onozawa
テキスト ボックス
端末用ICソリューションに統合するという計画になっていますが、Pixart社は、現在もMEMS市場の動向を見守っている段階であり、具体的な計画はできていないと説明しています。情報筋は、Pixart社が2009年10月に3軸加速度センサーを発表し、中国の顧客に製品をサンプル出荷したことを明らかにしています。同社は、2010年第1四半期もしくは第2四半期に量産を開始し、下半期には製品を出荷するもようです。また情報筋によると、UMC社は、MEMS製品の歩留まり率を高めるため、製品の最終テストを行っているといいます。

onozawa
テキスト ボックス
Pixart社やMediaTek社との提携による製品需要の拡大が見込まれるため、UMC社は、8インチファブの1つをPixart社のMEMS製品生産に振り向けることになると見られています。
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When size, performance and robustness matter!

SP300 Pressure Sensor
Embedded Microcontroller

SP100 Pressure Sensor
Digital Compensated

matter!

00 Pressure Sensor

Pressure range: SP300: 0,5, 1 ,2, 7, 16 Bar

Key Features
• RISC microcontroller
• ROM library functions
• 5 general purpose I/O pins
• On-chip RC oscillator
• Calibrated and compensated
• Sensor self-diagnostics
• 2 channel LF receiver for wireless applications
• High reliability and accuracy over lifetime
• High media compatibility
• Temperature and supply voltage measurements output

Pressure range: SP100: 0,5, 1 ,2, 7, 12, 15 Bar

Key Features
• Digital interface, SPI
• Calibrated and compensated
• Sensor self-diagnostics
• Unique electronic sensor ID
• High reliability and accuracy over lifetime
• High media compatibility
• Temperature and supply voltage measurement
• Low standby current
• Wide temperature operating range

age measurement

rananannnannangeegegegeegeeegegee

Read more: http://www.sensonor.com/pressure-products/pressure-sensors.aspx
Sensonor Technologies AS, Knudsroedveien 7, 3192 Horten, Norway, Tel: +47 3303 5000, post@sensonor.no

 M A R K E T  F O C U S
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